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DIN EN 60191-4:2019-02

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fur die von CENELEC am 2013-11-14 angenommene Européische Norm und die am
2018-05-01 angenommene Anderung A1 als DIN-Norm ist 2019-02-01.

Fir DIN EN 60191-4:2014-10 besteht eine Ubergangsfrist bis 2021-05-01.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60191-4/A1:2017-04.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 631.4 ,Gehause fur Halbleiterbauelemente® der
zDu};Ifénl?j?;_tSChe Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de)

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47D ,Semiconductor devices packaging“ erarbeitet.

Die Anderung A1 wurde eingearbeitet und mit einer senkrechten Linie und A1 am linken Textrand
gekennzeichnet.

A1

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
bestatigt,

zurlickgezogen,

durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

geandert.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung
wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europdische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60191-4:2014-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) derinformative Anhang C ,Terminologie der Gehdusebauformen von Halbleitern® wurde hinzugefiigt.
Friihere Ausgaben

DIN IEC 60191-4: 1992-08
DIN EN 60191-4: 2000-07, 2002-08, 2003-03, 2014-10
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EUROPAISCHE NORM EN 60191-4

Marz 2014

EUROPEAN STANDARD +A1
Mai 2018
NORME EUROPEENNE

ICS 31.080 Ersatz fir EN 60191-4:1999 + A1:2002 + A2:2002

Deutsche Fassung

Mechanische Normung von Halbleiterbauelementen —
Teil 4: Codierungssystem fir Gehduse und Eingruppierung der Gehduse nach

der Gehauseform fir Halbleiterbauelemente
(IEC 60191-4:2013 + A1:2018)

Mechanical standardization of semiconductor Normalisation mécanique des dispositifs a
devices — semiconducteurs —

Part 4: Coding system and classification into Partie 4: Systéme de codification et

forms of package outlines for semiconductor classification en formes des structures des
device packages boitiers pour dispositifs a semiconducteurs
(IEC 60191-4:2013 + A1:2018) (IEC 60191-4:2013 + A1:2018)

Diese Europadische Norm wurde von CENELEC am 2013-11-14 und die A1 am 2018-05-01
angenommen. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung der
Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Dénemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten

i S ceNiE

Européisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
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Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 47D/837/FDIS, zukinftige 3. Ausgabe von IEC 60191-4, ausgearbeitet von dem
SC 47D ,Semiconductor devices packaging® des IEC TC 47 ,Semiconductor devices“, wurde der IEC-
CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC als EN 60191-4:2014 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2014-09-21

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden missen (dow): 2016-11-14

Diese Europaische Norm ersetzt EN 60191-4:1999 + A1:2002 + A2:2002.

EN 60191-4:2014 enthé&lt folgende wesentliche Anderungen gegeniiber EN 60191-4:1999 + A1:2002
+ A2:2002:

a) Ergadnzung des Codes ,S* fur den Gehausekdrper-Werkstoff, um ein siliziumbasiertes Gehause zu
kennzeichnen.

b) Erganzung der Beschreibung fur ,WL" zur Verwendung fiir den allgemeinen Gebrauch.
Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren

kénnen. CEN und CENELEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60191-4:2013 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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Europiisches Vorwort zur Anderung A1

Der Text des Dokuments 47D/897/CDV, zukinftige 3. Ausgabe der IEC 60191-4:2013/A1, erarbeitet vom
IEC/TC 47D ,Semiconductor devices packaging“, des IEC/TC 47 ,Semiconductor devices®, wurde zur
parallelen |IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 60191-4:2014/A1:2018
angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veré&ffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2019-02-01

A1

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden missen (dow):  2021-05-01

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren

kénnen. CENELEC ist nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60191-4:2013/A1:2018 wurde von CENELEC ohne irgendeine
Abanderung als Europaische Norm angenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60191 beschreibt ein Verfahren zur Bezeichnung von Geh&usen und zur Einteilung von
Gehdauseformen von Halbleiterbauelementen und ein systematisches Verfahren zur Erzeugung universeller
beschreibender Bezeichnungen fiir Gehduse von Halbleiterbauelementen.

Die beschreibende Bezeichnung ist ein nitzliches Verstdndigungswerkzeug, schlie3t jedoch keine Kontrolle
fur die Sicherung der Austauschbarkeit des Gehaduses ein.

2 Codierungssystem der Gehause von Halbleiterbauelementen

In Schriftstlicken, die die mechanische Normung betreffen, wird das folgende Codierungssystem verwendet:
— an erster Stelle: eine dreistellige Seriennummer (000 bis 999);

— an zweiter Stelle: ein einzelner Kennbuchstabe, der die Form nach Tabelle 1 kennzeichnet;

— andritter Stelle:  eine zweistellige Seriennummer (00 bis 99) zur Angabe einer Variante einer Um-
risszeichnung. Die Verwendung des Prafixes P zur Kennzeichnung einer vorlaufigen
Zeichnung bleibt unverandert bestehen.

BEISPIELE
- 101A00
- 050G13
- P 101F01

3 Eingruppierung nach den Gehduseformen von Halbleiterbauelementen

Die Gehauseumrisszeichnungen fir Halbleiterbauelemente werden nach folgendem Schema in Formen
eingeteilt:

— Form A:  Gehause mit einseitigen Anschlissen;

— Form B:  Gehause fiir Kiihlkérpermontage;

— Form C: Gehause mit Gewindestutzen;

— Form D: Gehause mit axialen Anschlussen;

— Form E: Gehdause fur Oberflachenmontage;

— Form F:  Gehause mit einseitigen Anschlissen fir Kiihlkérpermontage;
— Form G: Gehause mit Anschlissen in 2 oder 4 Reihen;

— Form H: Gehause mit axialen Anschlissen als Teil des Geh&dusekérpers.

4 Codierungssystem von Halbleiterbauelemente-Gehdusen

41 Allgemeines

Das genormte Codierungssystem ist ein Verfahren zur Kennzeichnung physikalischer Merkmale einer
Gehausefamilie elektronischer Bauelemente. Das System beruht auf einer Bezeichnung mit mindestens zwei
Zeichen, die die Bauform des Gehauses kennzeichnet. Diese Bezeichnung kann durch die Anwendung
wabhlfreier, vom Benutzer ausgewahlter Felder erweitert werden, um zusétzliche Angaben Uber das Gehause
zu liefern, wie zum Beispiel Lage und Anzahl der Anschliusse, Form der Anschlisse und des Gehauses und
Werkstoff, aus dem der Gehausekdrper vorwiegend besteht.
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4.2 Neue Beschreibungscodes

Falls ein neues Gehause nicht einem der schon festgelegten Felder fiir den Buchstabencode entspricht, darf
fur die Normung ein neuer Code vorgeschlagen werden.

4.3 Beschreibende Bezeichnungen

431 Allgemeine Anmerkungen

Der Code fir die Gehausebauform ist das einzige bindende Feld in diesem beschreibenden Bezeichnungs-
system. Zusétzliche Angaben diirfen durch die vom System beschriebenen wahlfreien Prafixe oder Suffixe
gemacht werden. Generell sind diese Felder voneinander unabhangig. Falls es hier nicht anders angegeben
wird, durfen die Anwender dieses Systems ihre Auswahl treffen und wahlen, welche dieser Felder sie in ihre
spezielle Anwendung aufnehmen méchten (siehe Bild 1). Die beschreibende Bezeichnung darf durch zusatz-
liche Angaben erweitert werden, vorausgesetzt, diese Angaben werden von der beschreibenden Bezeich-
nung durch einen Schragstrich (/) getrennt (siehe 4.3.7).

ANMERKUNG  Grundlegende Gehausecodes und -bezeichnungen sind in Tabelle B.1 aufgefuhrt.

4.3.2 MindestgroRe der beschreibenden Bezeichnung

Die MindestgréRRe der beschreibenden Bezeichnung ist ein Code aus zwei Buchstaben, der die Bauelemente-
gehause in genormte Gehausebauformen einteilt. Diese Bauformen kennzeichnen allgemeine duf3ere physi-
kalische Merkmale. Es werden Ubliche beschreibende Codes mit zwei Buchstaben oder Abklirzungen einge-
schlossen, z. B. CC, FP, SO, GA.

Bild A.1 zeigt Codes mit zwei Buchstaben fiir verschiedene Bauelementegehdusebauformen und stellt
Beispiele fur jede davon dar. Tabelle 1 fihrt die in Abschnitt 5 beschriebenen Codes mit zwei Buchstaben fir
Gehéausebauformen auf.
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Walhlfrei, sofern nicht Minimale
Wahlfrei - Wabhlfrei Prafix fur die beschreibende Wabhlfrei Wabhlfrei
Werkstoffbezeichnung Bezeichnung
P - S Q c C J 3 2
Werkstoff Merkmale Lage Gehéuse Form Anzahl

Riuich
oulii

L (4.3.5 Tabelle 4)
mehreren Buchstaben
Werkstoff des Gehausekorpers

L— (4.3.4, Tabelle 3)
Ein Prafix aus einem Buchstaben

Ein Préfix aus einem oder

Anschlussanzahl
(4.36.1,4.36.2)

Ein ein-, zwei- oder
dreisteiliges Suffix

Zuleitungsform (4.3.6.1,4.3.6.2,
L— Tabelle 5, Bild A.2
+ in

Y

Ein ainhiichetahinag Quiffi
—in SNoUCnsSasiges S

Gehausebauform
(4.3.2, Tabelle 1, Bild A.1)

Eine Bezeichnung aus
zwei Buchstaben

Lage der Anschlisse
| (4.3.3, Tabelle 2)
Ein Prafix aus einem

ctahan
SwKavTii

Gehéausespezifische Merkmale

Bild 1 — Beschreibende Codierung von Halbleiterbauelemente-Gehdusen
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Tabelle 1 — Codes fiir Gehdusebauformen

Form Code Bauform
E CcC Chiptréagergehause
B CP Scheibenzellengehéuse (Pressgehéuse)
A CY Zylinder- oder Bechergehause
D/E DB Disk-Button-Gehause
F FM Flanschgehause
A FO Gehause flr Lichtwellenleiter-Bauelemente
E FP Flachgehause (Flatpack-Gehause)
G GA Matrixgehause (Grid-Array-Gehause)
G IL In-line-Gehause. Die Vorzugsbezeichnung ist IP.
G IP In-line-Geh&use oder eingefiigte Gehduse. Beschrankt auf DIP/SIP/ZIP.
D/H LF Axialgehause
MA Mikroelektronische Baugruppe
B MP Leistungsmodulgeh&use
MW Mikrowellengehause
B PF Einpressgehause (Press-fit)
C PM Schraubgehause
E SO* SO-Gehéause
A SS Gehaduse mit Sonderform
uc Gehauseloser Chip
VP Gehause zur senkrechten Oberflachenmontage
XA-XZ Nicht definierte Gehausefamilie; Kunden- oder Anwenderoption
* In der industriellen Praxis wird Ublicherweise in dem fiir diese Stelle vorgesehenen Feld ,P* fur ,Gehause” (en: package) ver-
wendet (mit der Ausnahme, dass es dann keinen vorangestellten Bindestrich gibt), zum Beispiel SOP.

4.3.3 Priéfix fiir die Lage der Anschliisse

Der Code mit zwei Buchstaben fiir die Gehausebauform darf um ein Prafix mit einem Buchstaben erganzt
werden, der die physikalische Lage der Anschlisse oder, soweit zutreffend, das Kontaktmuster der
Zwischenverbindungen kennzeichnet. Beispiele fir Bezeichnungen mit drei Buchstaben schlielen Ubliche
Akronyme oder Abkirzungen ein, wie z. B. DIP, LCC (bevorzugt QCC), PGA, QFP, SIP, ZIP.

ANMERKUNG 1 Ein Anschluss wird als ein von auf3en zugénglicher Anschlusspunkt definiert.

ANMERKUNG 2 Das richtige Préafix fur die Lage des Anschlusses wird durch die Kontaktstruktur der Zwischenverbindun-
gen bestimmt. Zum Beispiel ware der Code fiir eine einzige Reihe von Anschliissen, die versetzt angeordnet sind, ,Z°.

In Tabelle 2 ist ein Verzeichnis von Codes fiir ein Prafix mit einem Buchstaben fiir die Lage der Anschlisse
angegeben.

4.3.4 Priéfix fiir den Werkstoff des Gehdusekorpers

Die beschreibende Bezeichnung mit drei Buchstaben (siehe 4.3.2) darf zuséatzlich um ein Prafix mit einem
Buchstaben erganzt werden, der den Uiberwiegenden Werkstoff des Gehausekdrpers kennzeichnet. Dieses
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Prafix darf nur verwendet werden, wenn auch das in 4.3.2N" beschriebene Prafix fir die Lage der Anschliisse
benutzt wird. Beispiele fur diese beschreibenden Bezeichnungen mit vier Buchstaben schlielen Ubliche
Akronyme und Abkirzungen ein wie z. B. CDIP, PDIP, PLCC (bevorzugt PQCC), MELF, PQFP.

In Tabelle 3 ist ein Verzeichnis fir das Préfix zur Werkstoffkennzeichnung von Gehausekdrpern, das aus
einem Buchstaben besteht, gegeben.

Falls der Werkstoff des Gehdusekdrpers anders ist als der in Tabelle 3 festgelegte, muss in der beschrei-
benden Bezeichnung der Buchstabe ,X* verwendet werden, um einen besonderen oder neuen Werkstoff zu
bezeichnen, und er muss spéater durch einen vom IEC zugelassenen Code ersetzt werden.

4.3.5 Priéfix fiir gehdusespezifische Merkmale

Die gehdusespezifischen Merkmale dirfen durch die Verwendung eines Préfixes mit mehreren Buchstaben
beschrieben werden. Das Préfix fir ein gehdusespezifisches Merkmal muss vom folgenden Teil der beschrei-
benden Bezeichnung durch einen Strich (—) abgesetzt werden.

In Tabelle 4 ist ein Verzeichnis von Codes flr gehdusespezifische Merkmale angegeben. Bild 2 zeigt die
Beziehung der Codes zwischen Querschnitt und Rastermal3.

4.3.6  Suffixe fiir Zuleitungsform und Anschlussanzahl

4.3.6.1 Allgemeine Zuleitungsform und Anzahl der Anschliisse

Die allgemeine Form der Zuleitung (oder Gestalt der Anschlisse) und/oder die Anzahl der Anschliisse an
einem Gehause darf durch die Verwendung von zwei Feldern beschrieben werden, das Suffix fur die Zulei-
tungsform und das Suffix fir die Anschlussanzahl. Diese beiden Felder miissen vom vorangehenden Teil der
beschreibenden Bezeichnung durch einen Strich (-) abgesetzt werden.

Anwender dieses Systems dirfen entscheiden, ob sie das Suffix fir die Zuleitungsform, das Suffix fir die
Anschlussanzahl oder beide benutzen. Falls das Suffix fir die Zuleitungsform in Verbindung mit dem Suffix
fur die Anschlussanzahl verwendet wird, muss dieses vor dem Suffix fir die Anschlussanzahl stehen.

N1 Nationale FuRnote: Das Prafix fiir die Lage der Anschliisse ist in 4.3.3 festgelegt.
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Tabelle 2 — Préfixe fiir die Lage der Anschliisse

Code Name Lage ®P

A Axial Anschliusse gehen von beiden Enden in Richtung der Hauptachse eines zylindrischen oder
elliptischen Gehauses aus.

B Boden Anschliusse gehen vom Boden des Gehauses aus.

D Doppelseitig Anschlusse befinden sich auf entgegengesetzten Seiten eines quadratischen oder rechteckigen
Gehauses oder sind in zwei parallelen Reihen angeordnet.

E Ende Anschlisse sind Gehauseendkappen mit rundem oder elliptischem Querschnitt.

L Seitlich Anschlusse befinden sich an den vier Seiten eines quadratischen oder rechteckigen Gehauses.
Der Vorzugsname ist ,,vierseitig“, Code Q.

Anschlusse befinden sich senkrecht zur Aufsetzebene an einem quadratischen oder rechteckigen

P Senkrecht
Gehause. Beschréankt auf die PGA-Familie.

Q Vierseitig Anschlusse befinden sich an den vier Seiten eines quadratischen oder rechteckigen Gehauses
oder sind in vier parallelen Reihen angeordnet.

R Radial Anschlusse gehen radial vom Umfang eines zylindrischen oder kugeligen Gehduses aus.

S Einseitig Anschlusse befinden sich auf einer Oberflache eines quadratischen oder rechteckigen Gehauses in
einer einzigen Reihe.

T Dreiseitig Anschlusse befinden sich an drei Seiten eines quadratischen oder rechteckigen Gehauses.

U Oben Anschlusse stehen senkrecht und entgegengesetzt zur Aufsetzebene und befinden sich auf einer
Seite des Gehé&uses.

X Andere Die Anschlusspositionen sind anders als beschrieben.

z Zickzack Anschlusse liegen auf einer Oberflache eines quadratischen oder rechteckigen Gehduses und sind

in einer versetzten Form angeordnet.

Diese Beschreibungen gehen davon aus, dass die Aufsetzebene der Boden des Gehauses ist.

Der Bezug auf die Gestalt des Gehauses beriicksichtigt keine Flansche, Nuten oder andere UnregelméRigkeiten.

Tabelle 3 - Préfixe fiir den Giberwiegenden Werkstoff des Gehdausekorpers

Code Werkstoff
C Keramik, metallgedichtet, gemeinsam eingebrannt
G Keramik, glasgedichtet
L Glas
M Metall
P Kunststoff (inklusiv Epoxydharz)
S Silizium
T Folie
X Andere
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